
1 

 

 

关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的关注函 

 

创业板关注函〔2021〕第 520 号 

                       

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会： 

2021 年 12 月 13 日，你公司披露《关于签署<英唐半导体产业园

项目之合作协议>的公告》称，产业园项目总投资额约 25 亿元，合作

内容包括设立项目公司、投资建设生产线等，项目公司将由你公司、

中唐空铁产业发展有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司（以下简

称英盟科技）合资设立。我部对此表示关注，请你公司就如下事项做

出进一步说明： 

1.公告显示，英盟科技将以半导体设备、知识产权作价 3.22 亿元

出资取得项目公司 64.4%的股权；英盟科技成立于 2021年 12月 3日，

注册资本仅 300 万元，其住所与你公司相同。请补充说明英盟科技股

东、团队、资产、业务、技术等的具体情况，是否属于你公司的关联

方，本次作为出资的半导体设备、知识产权的具体情况及评估情况，

公司与英盟科技进行合作的主要原因及可行性。 

2.公告显示，你公司以持有的上海芯石半导体股份有限公司（以

下简称上海芯石）25%的股权以及货币合计出资 1.25 亿元取得项目公

司 25%的股权，本次项目公司设立完成后公司直接持有上海芯石的股

权份额下降至 15%，其不再纳入公司合并报表范围；公司于 2021 年

4 月以 1.68 亿元通过收购及增资取得上海芯石合计 40%的股权。请补
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充说明公司对本次项目公司出资前后上海芯石纳入合并报表范围与

否的判断依据，你公司取得上海芯石控制权又在短期内处置的原因及

合理性。  

3.请结合项目公司的股权结构、董事会构成、投资决策议事规则

等补充说明项目公司的控制权认定情况。 

4.根据公告，项目公司成立后将分三部分投资建设生产线，包括

封测生产线、FAB 6 英寸特色工艺线等，其中第一、第二部分投资额

约 2.2 亿元、18.1 亿元，第三部分投资额暂未明确。 

（1）请补充说明本次投资事项的筹划、决策过程、投资决策是

否审慎，项目的资金筹措、技术储备、人才储备、管理机制、客户资

源、市场需求、行业竞争力等情况，结合合作各方的经营现状、行业

背景、资源条件、资金实力、资信状况等补充说明投资项目的可行性，

并说明项目设计产能的制定依据及合理性。 

（2）本次项目建设主要为集成电路制造相关生产线，请补充说

明本次投资是否需要取得相关行业主管部门的事先审批意见等，如是，

请就可能存在的审批风险进行提示。 

5.根据公告，公司自 2019 年开始向上游半导体芯片领域延伸，

拟发展成为集研发、制造、封测及销售为一体的全产业链半导体 IDM

企业，但在核心的制造产能领域目前仅有子公司英唐微技术有限公司

（以下简称英唐微技术）可以提供月产 5000 片 6 英寸晶圆的器件生

产能力，整体规模偏小。最近一期末，你公司货币资金余额为 4.51

亿元，资产负债率为 56.38%。 
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（1）请补充说明 2019 年以来你公司在半导体芯片研发、制造、

封测及销售各环节的投入、产出情况，英唐微技术自收购以来的经营

情况、客户开拓、市场需求增长情况及各期主要财务数据，公司本次

拟扩展半导体芯片制造、封测业务的可行性、可能面临的经营风险、

财务风险等，公司拟采取的应对措施。 

（2）请补充说明本次投资事项是否将对公司的生产经营构成重

大影响，本次投资事项是否需提交股东大会审议，审议程序是否合规。 

6.请补充说明最近三年公司的重大投资项目、框架性协议等的主

要内容、实际执行情况，是否和预期情况存在差异，如是，请说明无

后续进展或进展未达预期的具体情况及原因。 

7.补充说明本次合作协议签订前三个月内公司控股股东、持股 5%

以上股东、董监高人员的持股变动情况，以及前述人员未来三个月内

的股份减持计划。 

请你公司就上述事项做出书面说明，在 12 月 22 日前将有关说明

材料报送我部并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 

特此函告。       

 

                                                 

                                   创业板公司管理部 

                                         2021 年 12 月 17 日 

 

 


